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关于苏州维嘉科技股份有限公司 

首次公开发行人民币普通股并上市 

之补充法律意见书（五） 

 

致：苏州维嘉科技股份有限公司 

 

根据苏州维嘉科技股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，上海市通力律师

事务所（以下简称“本所”）指派张征轶律师、韩政律师（以下简称“本所律师”）作

为发行人首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的

专项法律顾问，已出具了《关于苏州维嘉科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股

并上市之法律意见书》《关于苏州维嘉科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股并

上市之律师工作报告》《关于苏州维嘉科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股并

上市之补充法律意见书（一）》《关于苏州维嘉科技股份有限公司首次公开发行人民币普

通股并上市之补充法律意见书（二）》《关于苏州维嘉科技股份有限公司首次公开发行人

民币普通股并上市之补充法律意见书（三）》《关于苏州维嘉科技股份有限公司首次公开

发行人民币普通股并上市之补充法律意见书（四）》《关于苏州维嘉科技股份有限公司首

次公开发行股票并在创业板上市申请的举报核查函之专项核查意见》《关于苏州维嘉科

技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请的举报核查函之专项核查意见

（二）》《关于苏州维嘉科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请的举报

核查要求之专项核查意见（三）》（以上合称“已出具法律意见”）。 

 

本所现根据发行人提供的有关事实材料，并根据深圳证券交易所审核函

[2022]010851 号《关于苏州维嘉科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上

市的审核中心意见落实函》（以下简称“落实函”）的要求，特就有关事宜出具本补充法

律意见书。 

 

已出具法律意见中所述及之本所及本所律师的声明事项以及相关定义同样适用于本

补充法律意见书。本补充法律意见书构成已出具法律意见的补充。 
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一. 落实函问题2：关于知识产权诉讼。申报材料显示，发行人已收到四项知识产权

诉讼的《民事起诉状》，原告均为大族数控，其中两项诉讼处于诉前调解阶段、

法院尚未立案，一项诉讼处于一审阶段。请发行人说明目前上述诉讼的最新进展

情况，结合最新的进展情况论证相关诉讼是否需要计提预计负债，对财务及经营

的影响。请保荐人、发行人律师、申报会计师发表明确意见。 

 

（一） 发行人上述四项知识产权诉讼的最新进展情况 

 

经本所律师核查，根据发行人提供的相关诉讼资料及其确认，并经本所律

师通过公开信息网络查询，发行人与大族数控之间的上述四项知识产权诉

讼于本补充法律意见书出具之日的最新进展情况如下： 

 

1. PCB 钻孔机接线盒 

 

经本所律师核查，根据深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称

“大族数控”）向深圳市中级人民法院提交的《民事起诉状》，大族数

控诉称维嘉科技生产及销售的 PCB 钻孔设备中的部件侵犯大族数控拥

有的“机械钻孔机接线盒”实用新型专利（专利号：2016213722392，

以下简称“涉诉专利 1”），大族数控诉请深圳市中级人民法院判决维

嘉科技及采购维嘉科技产品的客户荷利兴业科技（深圳）有限公司停

止侵害涉诉专利 1、判决维嘉科技销毁所有库存侵权产品及制造侵权

产品的工具，并判决维嘉科技赔偿大族数控 500 万元，承担相关诉讼

费用及证据保全费用等。截至本补充法律意见书出具之日，本案尚处

于诉前调解阶段，诉前调解案号为（2022）粤 03 诉前调 1989，深圳

市中级人民法院尚未开庭审理。 

 

2. PCB 钻孔机夹头清洁装置 
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经本所律师核查，根据大族数控向苏州市中级人民法院提交的《民事

起诉状》，大族数控诉称维嘉科技生产及销售的 PCB 钻孔设备中的部件

侵犯大族数控拥有的“一种主轴夹头清洁装置及 PCB 钻孔设备”实用

新型专利（专利号：2020202725266，以下简称“涉诉专利 2”），大族

数控诉请苏州市中级人民法院判决维嘉科技停止侵害大族数控涉诉专

利 2、销毁所有库存侵权产品及制造侵权产品的工具，并判决维嘉科

技赔偿大族数控 500 万元，承担相关诉讼费用及证据保全费用等，本

案案号为（2022）苏 05 民初 545 号。根据发行人提供的诉讼进展资料，

本案一审已于 2022 年 7 月 7 日开庭审理，截至本补充法律意见书出具

之日，尚未判决。 

 

3. PCB 钻孔机压力脚装置 

 

经本所律师核查，根据大族数控向深圳市中级人民法院提交的《民事

起诉状》，大族数控诉称维嘉科技生产及销售的 PCB 钻孔机产品中的部

分附件侵犯大族数控拥有的“压力脚装置及线路板机械钻孔机”实用

新型专利（专利号：201220088293X，以下简称“涉诉专利 3”），诉请

深圳市中级人民法院判决维嘉科技及采购维嘉科技产品的客户荷利兴

业科技（深圳）有限公司侵害涉诉专利 3，并判决维嘉科技赔偿大族

数控 100 万元，承担相关诉讼费用及证据保全费用等。截至本补充法

律意见书出具之日，本案尚处于诉前调解阶段，诉前调解案号为（2022）

粤 03 诉前调 1990 号，深圳市中级人民法院尚未开庭审理。 

 

4. 气夹张开防呆方法、系统及气夹控制装置 

 

经本所律师核查，根据大族数控向深圳市中级人民法院提交的《民事

起诉状》，大族数控诉称维嘉科技生产及销售的 PCB 钻孔机产品侵犯大
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族数控拥有的“气夹张开防呆方法、系统及气夹控制装置”发明专利

（专利号“2012104243361”，以下简称“涉诉专利 4”），大族数控诉

请深圳市中级人民法院判决维嘉科技及采购维嘉科技产品的客户荷利

兴业科技（深圳）有限公司停止侵害大族数控涉诉专利 4、判决维嘉

科技销毁所有库存侵权产品及制造侵权产品的工具，并判决维嘉科技

赔偿大族数控 500 万元，承担相关诉讼费用等。截至本补充法律意见

书出具之日，本案尚处于诉前调解阶段，诉前调解案号为（2022）粤

03 诉前调 7322 号，深圳市中级人民法院尚未开庭审理。 

 

（二） 结合最新的进展情况论证相关诉讼是否需要计提预计负债，对财务及经营

的影响 

 

1. 上述四项知识产权诉讼无需计提预计负债 

 

经本所律师进一步核查，根据上海市锦天城律师事务所知识产权律师

出具的《关于苏州维嘉科技股份有限公司 PCB 钻孔机接线盒专利侵权

分析法律意见书》《关于苏州维嘉科技股份有限公司 PCB 钻孔机夹头清

洁装置专利侵权分析法律意见书》《关于苏州维嘉科技股份有限公司

PCB 钻孔机压力脚装置专利侵权分析法律意见书》《关于苏州维嘉科技

股份有限公司 PCB 钻孔机气夹防呆方法及气夹控制装置专利侵权分析

法律意见书》（以下合称“专利侵权分析法律意见书”）、发行人专利诉

讼律师上海市锦天城律师事务所出具的《法律事务确认函》，同时根据

发行人的说明，（1）发行人专利诉讼律师认为发行人未侵犯大族数控

相关四项涉案专利，发行人于上述四项知识产权诉讼中败诉的可能性

较小；（2）上述四项知识产权诉讼案件均尚未判决，大族数控的相关

诉讼请求是否会被相关人民法院支持及发行人最终需承担的赔偿金额

及其他相关法律责任范围难以确定，上述四项知识产权诉讼的或有负

债未构成发行人需要承担的现时义务；（3）发行人控股股东、实际控
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制人邱四军已出具相关承诺，就发行人在本次发行上市前的未决诉讼，

其将积极推动发行人依法应诉、进行专利无效抗辩及作出其他相关合

法的应对措施；若发行人的上述知识产权诉讼败诉并因此需要执行法

院生效判决，其将承担发行人因此而需承担的全部损害赔偿费用，以

保证不因上述费用致使发行人和发行人未来上市后的公众股东遭受相

关损失。此外，发行人控股股东、实际控制人邱四军已出具确认及承

诺，确认其目前持有超过上述未决诉讼涉诉金额（1,600 万元）的个

人财产，同时不存在个人大额债务或可预计的个人大额支出，其个人

具备实际执行前述相关承诺的能力；在上述知识产权诉讼案件形成生

效判决结果前，其将不转让上述个人财产或转让时补充其他财产，以

保证其在需要时能实际履行前述承诺。 

 

经本所律师核查，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》第四条

规定：“与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预

计负债：（1）该义务是企业承担的现时义务；（2）履行该义务很可能

导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。”；第

五条规定：“预计负债应当按照履行相关现时义务的所需支出的最佳

估计数进行计量。” 

 

综合专利侵权分析法律意见书、法律事务确认函及企业会计准则判断，

上述四项知识产权诉讼项下需承担赔偿责任的概率较低，诉讼事项导

致发行人承担现时义务、经济利益流出发行人的可能性很小，不满足

《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定的确认预计负债的有关条

件，无需计提预计负债。 

 

2. 上述四项知识产权诉讼不会对发行人财务及经营产生重大不利影响 

 

1） 涉诉专利及涉诉专利相关的零部件不涉及发行人的核心技术 



 

1930001/RH/cl/cm/D28  3-6 

 

经本所律师核查，根据发行人提供的相关文件资料，并经发行人

及其研发负责人的确认，发行人的核心技术为 PCB 钻孔与成型装

备控制技术、深度控制技术、基于多传感器融合的产线智能监控

技术、多轴运动控制系统及上位软件、基于机器视觉的精密测量

及精度补偿技术，具体如下表所示： 

 

核心技术分类 核心技术名称 核心技术具体表征 

PCB 钻孔与成型

装备控制技术 

结构仿真及优化

设计技术 

大尺寸多层 PCB 电路板钻孔加工时，钻孔机通

常处于高速度、加速度、大载荷和大位移等工

况，摩擦、振动、冲击和变形等因素会直接影

响机床的动态性能，从而影响设备的精度与运

行稳定性。发行人通过结构静力学、动力学及

运动学仿真分析开发了大尺寸复合材料轻质工

作台面，具有重量轻、刚性高、热稳定性能好

等特点；通过结构模态分析和优化设计，提升

了关键结构固有频率；通过优化钻孔周期运动

曲线，提高了钻孔加工效率和精度 

超大推力水冷直

线电机技术 

发行人设计开发了超大推力水冷直线电机，具

有推力密度高、峰值推力大等特点。采用专利

技术设计，降低推力波动，提高控制精度；通

过使用多级冷却水路、温度监测与隔热设计，

降低设备发热对钻孔精度的影响；Z 轴采用特

殊设计的圆筒式直线电机，实现了驱动部和负

载质心同轴，从而达到提升精度及效率的效果 

深度控制技术 
高精度多参考层

探测技术 

发行人开发了高精度多参考层探测技术，通过

利用 CBD 电路模块采集在钻孔过程中产生的多

脉冲序列信号，结合硬件滤波及软件数据修正，
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核心技术分类 核心技术名称 核心技术具体表征 

获得精确的多层高度数据。此数据可用于后期

精确深度控制加工 

多轴高精度控深

补偿技术 

针对不同的钻孔、成型工艺要求，发行人开发

有多种深度补偿方法，包括百分比控深补偿、

深孔多分段线性补偿、多轴独立深度补偿等，

提升了深度控制加工能力 

加工数据可追溯

技术 

通过自主开发的数据记录分析软件，对深度控

制加工过程中产生的各类关键数据进行记录、

统计、分析及反馈， 

达到品质管控和产品长期追溯的目的 

基于多传感器融

合的产线智能 

监控技术 

多传感器融合数

据采集系统 

通过数据采集系统，上位软件以及布置在设备

中的各类温湿度、压力、流量、振动、耗电量

传感器对设备运行中的关键数据进行采集，从

而实现设备内、外部运行状态的实时监测 

分布式数控 

系统 

发行人自主开发的 DNC 系统可通过有线或无线

网络连接方式对工厂内大量设备进行集中管理

和数据收集，该系统包括设备生产信息统计、

各轴工作状态监测、加工参数自动导入、稼动

率及报警信息统计等功能，从而有效提升了生

产管理的及时性，减少了浪费，降低了成本 

故障诊断分析 

系统 

通过批量整合设备运行记录文件，收集设备长

期生产运行中的数据，并运用软件进行统计分

析及故障分类，为设备维修、维护保养提供数

据参考，从而提高设备长期的稳定性，减少设

备维修维护成本 

多轴运动控制系 高速高精度运动 采用上下位机运动控制架构策略，利用 PC 的上
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核心技术分类 核心技术名称 核心技术具体表征 

统及上位软件 控制技术 位软件对加工、检测路径作优化预处理，同时

下位控制系统基于速度、加速度前馈参数设定

和基于速度前瞻扫描的缓冲区运动指令混合算

法，作实时运动控制，大大提高了运动速度；

通过位置环比例-积分参数设定、单轴分段线性

补偿及双线性插补或曲面插补位置点补偿算

法，达成高精度运动定位 

数据处理及设备

驱动软件 

通过解析 PCB 行业所使用的多种文件格式，可

直接将图纸数据转换为加工或检测数据，并执

行加工及检测路径优化，从而节约编程时间并

提升生产效率；基于运动指令解析引擎，驱动

设备高速、高精度运行 

工艺参数优化设

计技术 

通过设定基于经验参数数据库的多种加工、检

测模式，实现对各种工艺应用场景需求的快速

匹配，提高加工、检测效率 

基于机器视觉的

精密测量及精度

补偿技术 

图像识别算法 

通过优化算法实现 10 秒内百万级别微小特征

的检测，可应用于视觉定位、尺寸测量等方面，

有效提升基板的检测效率；通过基于几何特征

匹配的亚像素图像特征识别算法，实现了高精

度位置、尺寸测量 

视觉系统误差校

准算法 

通过多段拼接校准方式实现超大尺寸相机的精

度校准，可对各类视觉成像畸变造成的精度误

差进行补偿；通过对 Z轴分层数据处理方式，

对镜头放大倍率误差进行补偿 

空间精度补偿 

技术 

运用高精度光学玻璃标定板，对平台进行非线

性二维精度补偿，以满足高精度二维加工及检
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核心技术分类 核心技术名称 核心技术具体表征 

测需要；通过采集、处理运动平台平面度数据，

对视觉系统聚焦平面进行空间补偿 

 

经本所律师核查，如上表所示，涉诉专利及其对应的相关零配件

接线盒、主轴夹头清洁装置、压力脚及气夹与发行人核心技术的

具体表征之间无直接相关性，涉诉专利不涉及发行人核心技术。

经本所律师进一步核查，根据上海市锦天城律师事务所知识产权

律师出具的专利侵权分析法律意见书，同时根据本所律师对相关

行业专家苏州大学机电工程学院芮延年教授的访谈并经发行人确

认，涉诉专利 1 涉及的钻孔机设备上的“接线盒”系一种非必要

的、可拆卸的零配件，作用是存放钻孔机上的电气元件线路，该

装置并非发行人产品所必须的核心部件，也不涉及发行人的核心

技术；涉诉专利 2 涉及发行人 PCB 钻孔机产品部件为“夹头清洗

装置”，该等装置为一种供客户选配的、可拆装的零配件，并非发

行人 PCB 钻孔机产品所必须的核心部件，不涉及发行人的核心技

术；涉诉专利 3涉及发行人 PCB 钻孔机产品部件为“压力脚”，该

等装置为一种非必须的、可拆装的零配件，并非发行人 PCB 钻孔

机产品所必须的核心部件，不涉及发行人的核心技术；涉诉专利 4

涉及发行人 PCB 钻孔机产品部件为“气夹”，并非发行人产品所

必须的核心部件，不涉及发行人的核心技术。因此，涉诉专利及

与涉诉专利相关的零部件不涉及发行人的核心技术，上述四项知

识产权诉讼不会对发行人基于核心技术进行的研发和生产活动构

成重大不利影响。 

 

2） 发行人就涉诉专利使用其自主研发的技术方案 

 

经本所律师核查，根据发行人内部留存的设备研发图纸、相关专
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利证书及上海市锦天城律师事务所知识产权律师出具的专利侵权

分析法律意见书，就涉诉专利 1 的相关技术，在大族数控申请涉

诉专利 1 的申请日（2016 年 12 月 14 日）以前，行业内已经有大

量的钻孔机在使用涉诉专利 1 涉及的接线盒的方案，发行人含有

涉诉专利1涉及的接线盒技术方案的设备是于2008年时进行公开

销售，使用的是其自主研发的技术方案；就涉诉专利 2 的相关技

术，发行人已于 2012 年 6 月 6 日向相关主管机关申请“用于 PCB

钻孔机主轴夹头的清洗装置”（专利号：2012202635617）并于 2012

年 12 月 19 日获得相关主管机关授权公告，而大族数控系于 2020

年 3 月 6 日申请涉诉专利 2，大族数控申请时间在后；就涉诉专利

3 的相关技术，在大族数控申请涉诉专利 3 的申请日（2012 年 3

月 9 日）以前，发行人已于 2011 年研发含有涉诉专利 3 涉及的压

力脚技术方案的设备，使用的是其自主研发的技术方案；就涉诉

专利 4 的相关技术，在大族数控申请涉诉专利 4 的申请日（2012

年 10 月 30 日）以前，发行人已于 2008 年研发含有涉诉专利 4涉

及的气夹技术方案的设备，使用的是其自主研发的技术方案。因

此，关于涉诉专利，发行人均使用自主研发的技术方案，不涉及

侵犯大族数控知识产权的情形。 

 

3） 发行人就四项涉诉专利相关零部件具备成熟的替代方案 

 

经本所律师核查，根据上海市锦天城律师事务所知识产权律师出

具的《关于苏州维嘉科技股份有限公司 PCB 钻孔机接线盒、压力

脚、清洗装置替代方案之补充法律意见书》《关于苏州维嘉科技股

份有限公司 PCB 钻孔机气夹防呆方法及气夹控制装置专利侵权分

析法律意见书》并经发行人确认，对于涉诉专利所涉及的部件，

发行人已具备成熟的替代方案，且该等替代方案并未落入对应涉

诉专利的保护范围，不存在侵犯大族数控涉诉专利的情形。发行
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人替代方案具体如下： 

 

 涉诉专利 1 发行人替代方案 

图

示 

 

 

详

细 

描

述 

机械钻孔机，包括多个加工轴；在钻孔机上设置

若干个接线盒，每一接线盒与加工轴相对应设

置；接线盒上设置有管路通道及电气或气动元件

装置。 

机械钻孔机，包括多个加工轴；

在钻孔机上仅设置一个接线盒，

该一个接线盒与多个加工轴对

应设置；该一个接线盒用于通过

管路或容纳电气/ 

气动元件。 

结

论 

由于涉诉专利 1的要点即在于“设置多个接线盒，每个接线盒与一个加工轴对应

设置”，而维嘉科技替代方案是“设置一个接线盒，这一个接线盒与多个加工轴

对应设置”，因此，两者构成实质不同。 

 

 涉诉专利 2 发行人替代方案 
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 涉诉专利 2 发行人替代方案 

图

示 

  

详

细 

描

述 

主轴夹头清洁装置，包括：底座；升降机

构，设置于所述底座上；毛刷组件，与所

述升降机构连接，在所述升降机构的控制

下做升降运动；清洁剂机构，设置在所述

底座上，并与所述毛刷组件连接，用于向

所述毛刷组件输送清洁剂。 

主轴夹头清洁装置，包括：毛刷装置

1；清洁剂装置 2；清洁剂装置 2与毛

刷装置 1相互独立、不进行连接，清

洁剂机构不向毛刷组件输送清洁剂。 

总

结 

由于涉诉专利 2要点之一在于“清洁剂机构与毛刷组件连接，用于向毛刷组件输

送清洁剂”，而维嘉科技替代方案是“清洁剂机构与毛刷组件相互独立、不进行连

接，清洁剂机构不向毛刷组件输送清洁液”，因此，两者构成实质不同。 

 

 涉诉专利 3 发行人替代方案 

图

示 

 
 

详

细 

压力脚装置，包括主体部分、滑道部

分、驱动部分、吸尘部分、滑板、压

压力脚装置，包括主体部分、滑道部分、驱

动部分、吸尘部分、滑板部分、压脚部分、
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 涉诉专利 3 发行人替代方案 

描

述 

脚及用于与机械钻孔机导向轴配合的

轴套；所述轴套、滑道部分、驱动部

分及吸尘部分固定在所述主体部分

上，所述滑板可由所述驱动部分驱动

在所述滑动部分内滑动；所述滑板平

面设有凸出所述滑板平面3～5mm的凸

台，所述压脚设置在所述凸台上。 

轴套部分；滑板设置为柱面（非平面，而为

有弧度的柱面），压脚设置在柱面滑板上；

相应地，配合滑板移动的滑道部分、滑槽部

分均设置为与柱面滑板配合的柱面形状。 

总

结 

由于涉诉专利 3的要点即在于“滑板为平面，在平面滑板上设置 3-5mm 凸台，压脚

设置在该凸台上”，而维嘉科技替代方案是“滑板为柱面，柱面滑板上未设置凸台，

压脚直接设置在柱面滑板上”。因此，两者构成实质不同。 

 

 涉诉专利 4 发行人替代方案 

详

细 

描

述 

一种气夹张开防呆方法，其特征在于，包

括以下步骤 ： 

a) 接收打开气夹指令 ； 

b) 在接收到所述打开气夹指令后判断钻

孔机是否处于加工状态，若否，则输出气

夹信号 ； 

c) 接收终端气夹按钮的张开信号 ； 

d) 在接收到所述气夹信号和张开信号

时，输出用于张开气夹的驱动信号 ； 

e) 所述在接收到所述打开气夹指令后判

断所述钻孔机是否处于加工状态的步骤

中，若不处于加工状态，则还输出非工作

替代方案（一）如下： 

一种气夹张开防呆方法及装置，包括以下

步骤： 

a) 上位机接受打开气夹指令； 

b) 上位机在接收到所述打开气夹指令

后判断钻孔机内的主轴电机是否处于旋

转状态，若否，则输出气夹信号 ； 

c) 处理模块接收终端气夹按钮的张开

信号； 

d) 处理模块在接收到所述气夹信号和

张开信号时，输出用于张开气夹的驱动信

号； 
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 涉诉专利 4 发行人替代方案 

状态信号 ； 

f) 所述在接收到所述气夹信号和张开信

号时，输出用于张开气夹的驱动信号的步

骤，是在接收到所述气夹信号、所述张开

信号及非工作状态信号时，输出用于张开

气夹的驱动信号。 

该种气夹控制装置的特征在于，包括 ： 

a) 上位机，用于接收打开气夹指令，并

在接收到所述气夹指令时判断钻孔机是否

处于加工状态，若否，则输出气夹信号 ； 

b) 处理模块，用于接收终端气夹按钮的

张开信号和所述气夹信号，在接收到所述

气夹信号和张开信号时，输出用于张开气

夹的驱动信号 ； 

c) 所述上位机还用于在判定钻孔机不处

于加工状态时，输出非工作状态信号 ； 

d) 所述处理模块是在接收到所述气夹信

号、所述张开信号及非工作状态信号时，

输出用于张开气夹的驱动信号。 

 

替代方案（二）如下： 

一种气夹张开防呆方法及装置，包括以下

步骤： 

a) 上位机接受打开气夹指令； 

b) 上位机在接收到所述打开气夹指令

后判断钻孔机工作台是否运动到了最靠

近外侧的位置（系统通过读取光栅尺实时

位置，和在系统内部设置好的位置比较器

进行比较，当前位置超过位置比较器设定

的位置时，及工作台移动到最外侧的位置

时，系统给出一个位置到位的输出信号，

判断该信号是否有输出），若是，则输出

气夹信号 ； 

c) 处理模块接收终端气夹按钮的张开

信号； 

d) 处理模块在接收到所述气夹信号和

张开信号时，输出用于张开气夹的驱动信

号； 

总

结 

1、替代方案（一）中： 

步骤 b 中“判断钻孔机内的主轴电机是否处于旋转状态”与涉案专利“判断钻孔机

是否处于加工状态”不同。即便在钻孔机处于非加工状态时，其主轴电机仍然有可

能处于旋转状态（比如，在测量刀具的过程中；在测试主轴性能的过程中；在清洁

主轴夹头后甩干残留油液的过程中）。因此，两者属于不同的判断标准条件。在步骤
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 涉诉专利 4 发行人替代方案 

d 中，处理模块是在接收到所述气夹信号、所述张开信号（此处没有“非工作状态

信号”）时，输出用于张开气夹的驱动信号。并且，上位机也没有输出任何“非工作

状态信号”。因此，替代方案（一）与大族数控相关专利方案构成实质不同。 

 

2、替代方案（二）中： 

步骤 b 中“判断钻孔机工作台是否运动到了最靠近外侧的位置”与涉案专利“判断

钻孔机是否处于加工状态”不同。即便在钻孔机处于加工状态时，其工作台仍然可

能运动到最靠近外侧的位置（比如，在加工 PCB 板内侧孔位时）。工作台移动到最外

侧时，操作员可以方便的进行按气夹按钮的操作，系最为便捷的适合操作人员操作

的位置。因此，两者属于不同的判断标准条件。在步骤 d 中，处理模块是在接收到

所述气夹信号、所述张开信号（此处没有“非工作状态信号”）时，输出用于张开气

夹的驱动信号。并且，上位机也没有输出任何“非工作状态信号”。因此，替代方案

（二）与大族数控相关专利方案构成实质不同。 

 

经本所律师核查，根据上海市锦天城律师事务所知识产权律师出

具的《关于苏州维嘉科技股份有限公司 PCB 钻孔机接线盒、压力

脚、清洗装置替代方案之补充法律意见书》及专利侵权分析法律

意见书并经发行人确认，该等替代方案未落入涉诉专利的保护范

围，不存在侵犯大族数控涉案专利的情形。经本所律师进一步核

查，根据发行人的说明，关于涉诉专利 1、涉诉专利 2和涉诉专利

4，发行人未来可直接采用其成熟的替代方案对库存产品的相关部

件进行替换，替换便利。关于涉诉专利 3，发行人已在部分产品中

采用替代方案供客户选配，发行人未来能够全面采用替代方案，

不存在替换障碍，亦不会对产品的生产成本、销售定价及客户认
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可度造成重大影响。因此，即使上述专利诉讼败诉，发行人亦可

采取替代方案更换相关已生产产品的非核心部件，在未来的生产

中也可直接采用替代方案，前述诉讼不会对发行人主要产品的未

来正常研发、生产与销售造成重大不利影响。 

 

4） 涉诉专利涉及的库存产品及赔偿请求金额占发行人截至 2021 年

12 月 31 日的净资产比例较低 

 

经本所律师核查，根据发行人提供的相关库存产品明细、相关诉

讼资料及其确认，大族数控于上述诉讼中请求法院判决发行人赔

偿金额共计 1,600 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，发行人的相关

库存产品金额共计 483.66 万元。前述赔偿金额及库存产品金额合

计占发行人截至 2021 年 12 月 31 日的净资产比例为 5.55%，占比

较低。因此，即使上述专利诉讼败诉，承担相关赔偿费用及销毁

库存产品将不会对发行人的财务状况构成重大不利影响。 

 

5） 发行人控股股东、实际控制人已出具承诺 

 

经本所律师核查，发行人控股股东、实际控制人邱四军已出具承

诺，就发行人在本次发行上市前的未决诉讼，其将积极推动发行

人依法应诉、进行专利无效抗辩及作出其他相关合法的应对措施；

若发行人的上述知识产权诉讼败诉并因此需要执行法院生效判决，

其将承担发行人因此而需承担的全部损害赔偿费用，以保证不因

上述费用致使发行人和发行人未来上市后的公众股东遭受相关损

失。此外，发行人控股股东、实际控制人邱四军已出具确认及承

诺，确认其目前持有超过上述未决诉讼涉诉金额（1,600 万元）的
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个人财产，同时不存在个人大额债务或可预计的个人大额支出，

其个人具备实际执行前述相关承诺的能力；在上述知识产权诉讼

案件形成生效判决结果前，其将不转让上述个人财产或转让时补

充其他财产，以保证其在需要时能实际履行前述承诺。 

 

综上，（a）上述涉诉专利相关部件并非发行人产品所必须的核心部件，

上述诉讼不属于涉及发行人核心技术的权属纠纷；（b）关于涉诉专利，

发行人均使用自主研发的技术方案，不涉及侵犯大族数控知识产权的

情形；（c）发行人对上述涉诉专利已具备成熟的替代方案，且该等替

代方案未落入涉诉专利的保护范围，不存在侵犯大族数控涉诉专利权

利的情形，即便发行人于上述诉讼中败诉，发行人亦可采用该等替代

方案对库存产品的相关部件进行更换，在未来的生产中也可直接采用

替代方案，不影响发行人主要产品的未来正常生产与销售；（d）上述

诉讼涉及的赔偿请求金额及库存产品金额占发行人截至 2021 年 12 月

31 日的净资产比例较低，即便发行人败诉，发行人承担相关赔偿费用

及销毁库存产品将不会对发行人的财务状况构成重大不利影响；（e）

发行人控股股东、实际控制人已出具承诺，若因上述诉讼导致发行人

承担相关的损害赔偿，其个人将承担该等赔偿费用。因此，上述四项

知识产权诉讼不会对发行人财务及经营产生重大不利影响。 

 

基于上述核查，本所律师认为，上述四项知识产权诉讼不符合计提预计负

债的条件，无需计提预计负债；该等诉讼不会对发行人财务及经营产生重

大不利影响。 
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以上补充法律意见系根据本所律师对有关事实的了解和对有关法律、法规以及规范

性文件的理解做出，仅供苏州维嘉科技股份有限公司向深圳证券交易所申报本次发行之

目的使用，未经本所书面同意不得用于任何其它目的。 

 

本补充法律意见书正本四份，并无任何副本。 

 

 

上海市通力律师事务所 事务所负责人 

 

 

韩  炯  律师 

 

 

经办律师 

 

 

张征轶  律师 

 

 

韩  政  律师 

 

 

二〇二二年    月    日 
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